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nen von mindestens 10 
enthalt. 



oder der Salze der Aminosau ren 



o 



Die folgenden Angaben sind den vom Anrnelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(Mi Losung und Verfahren zum stromlosen Abscheiden von Goldschichten 

(571 Zur stromlosen Abscheidung von Goldschichten auf 
Metalloberflachen sind verschiedene Verfahren bekannt. 
Zum einen konnen die Schichten durch zementativen La- 
dungsaustausch auf einem unedlen Metall abgeschieden 
werden. Zum anderen konnen die Abscheidelosungen zu 
satzlich ein Reduktionsmittel enthalten, so daft auch au' 
edlen Metallen, beispielsweise Gold, eine Goldschicht ge 
bi det werden kann. Die bekannten Losungen weisen je 
doch den Nachteil einer sehr geringen Abscheidungsge 
schwindigkeit auf, wenn der pH-Wert der Losung auf ei- 
nen Wert unter 6 bis 7 und die Temperatur auf unter 50°C 
eingesteltt wird. Jedoch sind derartige Beschichtungsbe 
dingungen fur die Bearbeitung beispielsweise von mit at- 
kaliloslichen Resisten versehenen LeiterplaTten mcht ge- 
eignet. 

| Zur Losung des Problems ist ein Abscheidebad geeignet, 
das 

a) mindestens eine Gold-(l)-Verbindung, 

b) mindestens em Reduktionsmirtel fur die Gold (I) Ver 
bindungen und 

c) mindestens ein Losungsmirtel entralt, wooei 
als Gold-<l)-Verbindung mindestens ein Kompiex von 
Gold (I) lonen mit einer Ve^bindung aus Ce r Gruppe der 
Anrvnosauren mit einer KomplexbilOungskonsta^te fur 
d e Komplexierung der Gold ;lj lonen von mincieste^s 

Salzen dieser Sajrer en:ha 'ten st oder wo- 



10 1,J und de- 
ne 

d> d e Losung zusatz ; icr m ndesters e ne Ve r b>dung aus 
de r G r upoe der Amirosauren mit e n e r Komp exb I 
c jr gsKonsta'^te 'jr c e Komnlexie^^g von Go d * I J lo 
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Bescnreihung 

Die Hrhndung hetriffi cine Losung und ein Verfahren /am stroinlosen Ahscheklen *on G^kl sehiehten. wobei die Lo- 
sung mmdeslens eine Gold-i I >- Yerhmdung. mindcstens ein Redukiionsnnttel fur die ( ioid-i I i- Verbindungen und nunde- 
stens ein Losungsminel enihalt. Lemer betrifft die Lrnndung aueh die Verwendung der Losung /ur Beschichtung von 
Leiierplatten und Halhleiterschaltkreisen mil Gokl. 

Inshcsondcre bei der Ilerstellung \on hochwcrtigen I eiterplatten und Halbleiterschaltkrciscn werden Goklubcr/uge 
als Lndscfnchten verwendet. Auf I .eilerplulien uerden rnit derartigen Goldschichlen heispielsu cise losbare Kontakttla- 
chen cxler AnschluBflachen /.uin Kontaklieren von Bauelememen mil Fugelechniken, beispielsweise dureh Folen. Kle- 

l'-i ben oder Drahtbonden, hergestelll. In einer anderen Anwendung werden die Goldschichlen als Korrosionsschut/ auf Lei- 
icrbahnen aufgebracht. Aut Halbleiierschahkreisen dienen diese Sehiehten /ur Hr/eugung von AnschluBplat/en /uin 
Drahtbonden oder /uin An Ik Hen b/w. Kleben an den Ghiptrager in der Flip-Ghip-Teehnik. 

Die Goklschichten werden meist aut Metallobcrtlachcn, die vor/ugsweisc uus Nickel oder einer stromlos abgeschie- 
denen Nickellegierung bestehen, gebildet. Fine Mogliclikeil /.ur Ilerstellung der Goldschit. hien hestehl dann, diese auf 

is elektroU listhem Wege her/ustellen. Dies set/t jedoch voraus. daB die /u beschichienden metallischen Obertlachen nut 
einer auBeren Stromquelle elektnsch leitend verbunden werden konnen. Isolierte Bereiche, beispielsweise aul' einer Fei- 
terplane, konnen niit dieseni Verfahren daher nichl heschichtet werden 

Aus dieseni Grunde werden /.ur Goldahscheidung hauhg Bader verwendet, inn denen das Gold durch emen Xementa- 
tionspro/eB abgeschieden werden kann. Diese Losungcn enihalten neben einem Goldsai/ ( Kaliumgoklcv anid ) Diammo- 

2n niuiiicitral, Ammoniumchlorid. Schwefel enihaltende Y'erbindungen uiul Sal/.e \on Kupfer, Niekei, Kobali, Fisen oder 
Plat in [JP- A -77/24 129). Gold wird aus diesen Badern durch einen Ladungsaustausch abgeschieden, wobei die unedlere 
Nickelunterlage gleich/eitig teilweise aufgelost wird. Mit diesen Badern sind nur begren/i dicke Gokisehichten hersiell- 
bar. Die erreichbare Schiehtdicke ist dadurch heschrankt. daB die Nickelunterlage durch die aufwachsende Goidschieht 
von der Abschcidclosung abgeschinnt wird und bei Frreichen einer porentreien Goldschicnt der Ahscheidepro/eB /urn 

25 Frliegen komuil. AuBerdem wird die Ilaflung der Goidschieht auf der Unterlage uegen der gleich/eitigen Aullosung der 
Unterlage beeintrachligt. da die bereits gebildelc Goidschieht bei der Bildung dickerer Sehiehten von der Abschcidelo- 
sung unterwandert wird und der Kontakt der gebikleten Schicht /.ur Basis verloren gehen kann. 

Dagegen weisen Bader /.ur autokatalv tischen, stroinlosen Abscheidung von Gold den Voneil aut. daB fur die Abschei- 
dung keine gleieh/.eitige Autlosung des Grundniaterials crtorderlich ist. Mit diesen Badern konnen aueh katal vsierte. 

.*o d. h. mil katalytisch aktiven Metallen beschichtete, elektrisch nichtleitcnde Materialien vergoldct werden. Die tur die Re- 
duktion der Gokiionen erforderhchen Fleklronen werden von einem in der Abscheidelosung enthaltenen Redukiionsmii- 
tel gcliefert. beispielsweise von Borhydridverbindungen. Hydra/in. Pormaldehyd oder Ascorbinsaure. Mit diesen Ba- 
dern konnen Sehiehten mit einer groBeren Dicke gebildet werden, beispielsweise von mehr als 0,2 jam. Die I.osungen 
enthalten als Goldsal/e Goldhalogeno-, -cvano-. -thiosulfato- oder -sulfiiokomplexe. 

S5 Bis heute werden ubcrwiegend stark alkaJischc Bader cingeset/t. die einen Gokiev anokomplcx enthalten. Dcrartige 
Bader sind von Y.Okinaka in Plating and Surface f inishing. Band 51 ( 1970), Seiten 914 920, M.Matsuoka et al in Pla- 
ting and Surface Finishing. Band 75 ( 1988). Seiten 102 106, G.D.lacovangelo et al. in J. Ideetrocheni. Soc, Band 138 
( 1991 >. Seiten 983 988 und in J. ldectrochem. Sex;., Band 138 ( 1991 >, Seiten 976 982 beschrieben worden. Von M.Mat- 
suoka wurde dabei ein Goki-(TrT)-Gyanokoniplex verwendet. 

40 In WO-A-92/02663 ist ein ferner stabiles, stroniloses. saures Goldbad beschrieben. das Tetracyanogold-(III )-Koni- 
plexe, mindestens einen Garboxyl- und l^hosphonsauregruppen enthaltenden Komplexbildner und Saure enthalt, wobei 
der pH-Wer; der Losung unter 1 emgestellt wird. Die Goldschichlen werden beispielsweise auf Pdsen/Nickel/Kobalt-I^:- 
gierungen. Nickel- oder Wolfranioberflachen mit einer Gesehwindigkeit von 0,2 bis 0.5 um in 30 Minuten abgeschieden. 
Allerdings sind diese Bader wegen des hohen Gvamdgehaltes sehr giftig und ein Teil dieser Bader kann wegen des ho- 

4ri hen Hydroxidgehaltes aueh nichl in jedem I alle angewendet werden. Insbesondere wenn bei der Ilerstellung von Leiter- 
platten Goldschichten in Ge gen wart von alkali Ids lichen Photoresistcn gebildet werden sollen, nuissen saure Ahscheide- 
k.isungen eingeset/t werden. Dies gilt sowohl fur prirnare Photoresiste Bur den Leilerbildaufbau als aueh flir sekundare 
Resiste (D>Lstopinasken ). 

/ur Ik^sung dieser Probleme wurden andere ( yoldkomplexe, vorzugsweise rhiosulfato- und Sulhtokomplexe, verwen- 
>o det. Bader mit diesen Goldverbindungen sind von Y.Sato et al. in Plating and Surface Finishing, Band 81 ( 1994). Seiten 
74 77 und II.Honma et al. in Plating and Surface Finishing, Band 82 ( 1995), Seiten 89 92 beschrieben worden. 

Die in diesen Druckschnttcn beschncbenen Bader weisen jedoch eine sehr geringe Abscbcuiungsgeschw indigkcit aut'. 
Da bei der Goldabscheklung Thiosulfat frei wird, wird die Gesehwindigkeit durch den inhibicrenden TilTeki dieser lonen 
noch verstarkl. 

^ In I JS-A -52 02 15 1 wird ein wei teres Vcrfahren /um stRMiilosen Abscheiden von (iold be sch neben. bei dem < ?old-( I)- 
lonen-Komplexe von Thiosulfat oder Sulfn eingeset/i werden. AN ReduktionsTiiinel werden in dieseni Pall 1 hioharrv 
stoff, dessen Derivate ovler Mydrochinon vorgesehlagen. Der Losung kann /ur Stabilisierurg auBerdem /.usat/h^h SuKn 
/ugegeben werden. Der pIFWert der Losung liegt mi Bereich \on 7 bis IF Naeh den Ariiiabeti m dieser Drucksctirit; 
wird (.iold auf Nickel-. Kobalt- und Goldschichlen abgeschieden. Unter gunstigsten Bedingungen erreicht die Abschei- 
dungsgeschwmdigkcit jedoch nur maximal 1 um/Stunde. Fs wird erwahnt. daB die Abschei<iegeschu indigkeit bei einem 
p II- Wen un tern alb von 7 und einer Badteniperatur unter 60' G /u genng sei. 

In WO-A-92/00398 ist eine Kombination wiiBnger Bader /ur stroinlosen Goldahscheidung besehneben. Das Vorbe- 
schichtungsbad enthalt Disultitoaurat-( I )-K.omple\c. ein Alkali- oder Ammoniumsuitil als Stabilisator. ein Reikiktions- 
mitiel und einen weitereri Komplexbildner. Als Reduktionsinittel werden Aldehvde. beispielsweise Lonnaldehvd. >vler 

fiS deren Deri^ale und als ueiterer Komplexbildner beispielsweise I:lh\ lendiamin eingeset/t. In dem /ueiten Bad /ur 
stroinlosen ( ioldabscheuiang sind neben Dic\ anoaurai-i D-Komplexen Kohuil-; II i-Sal/e und ';"hiohamsioir enthalten. 
Die Goldschichlen werden wiederum auf Nickel- oder Nickellegieningsobertlaehen abgeselr.ed.en . Das V^rbescmch- 
:ungsbad wird aul einen pH-W 'ert von hochstens S cingesteiit. 
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In l'S-A-54 7() 1 ;si cine stromlose ( ioldabscheide.osung otlenban. die '!e;raciilorogo.d-i III :-Komp;exe oder < ioid- 
1 1 i-Kompiexe mil Thiosullai oder Sullit ais Koinplexbildr.er, Turner Ascorbinsaure. cincn pH-Puller und Schweiel cn:- 
nallende orgamsche Verhindungen /ur Stahiiisierung der Losung gegen Nelbsi/erset/ung enthalt. Die I.osung uird jljI' 
einen pTI-Wen von 5 bis y. vor/ugsueise \on ^ bis S. und cine Temperatur von 50 bis Su C eingestelit. Die Gokischich- 
:en werden aul em Suhstrat autgehracht. auf das /uerst eine } dicke Nickel- und danach eine ebenso dieke Gold- 
schieht autgehracht wurde. Die Abscheidungsgeschwindigkeit betragt 0.0 bis 1 um/Stunde. 

Lin siromloses Goldabschcidebad, das einen Gold-Sultifo-Komplcx und ein Reduktionsmiltel aus der Gruppe IKdra- 
/in. Ascorbinsaure. 'I nmethv laimno- und Dimeth> laininoboran enthail, wird in US-A-53 t>4 4t>0 beschrieben. Die Lo- 
sung enthail ferner O.x\carbonsauren /ur Lrhohung der Stabililal des Bades gegen Selbstzerseizung. AuBerdem kann die 
Losung zur Lrhohung der Abscheidungsgeschwindigkeit unter anderem Aminosauren sowie weitere Koniponenten ent- iu 
halten. Der pH-Wert der I.osung liegl ini Bereieh von 6 bis 11 und vorzugsweise von 7 bis 9. Naeh Angaben in der 
Druckschrift betragt die Abscheidungsgesehw indigkeit etwa 0.1 bis etwa 5 um/Stunde. Bei Temperaturen von minde- 
stens 60' G wird aul' Nickel/Phosphor- bzw Niekel/Bor-Obertlaehcn eine Abscheidungsgeschwindigkeit von unter 
1 uiii/Slunde gemessen. lis wird angegeben. daB sie bei einem pH-Wert unterhalb von 6 zu genng ist. Die Sehiehten wer- 
den auf Leiterplatten oder keranuschen Ghiptragem abgesehieden. i.s 

In US-A-53 18 621 ist eine Metallabscheidelosung fiir Silber und Gold beschrieben. die einen nicht-c\ anidischen Me- 
tallkomptex mil Thiosulfat. Sultil und Lth\ lendiamintetraessigsaure als Komplexbildner und mindestens eine Ammo- 
saure /ur Lrhohung der Abscheidegesehwmdigkeit enthalt. Die Losung enthail allerdings kein Reduktionsmittei. Bei- 
spielhali wird the Bildung von Silberschichlen aul' mil Nickelschichten iiberzogenen Kupferoberllachen beschrieben. 
Die Losungen weisen einen pH-Werl im Bereieh von 7 bis 9 und vor/ugsweise von 7,5 bis 8,5 aul". :o 

Die bekannten Verfahren weisen den Nachteil auf. daB die Abscheidungsgeschwindigkeit der Bader recht genng ist. 
Vleist werden nur Geschwindigkeiten von 1 um/Stunde oder wemger erreieht. In den Fallen, in denen eine ho he re Ge- 
schwindigkeit angegeben wird. beruht diese offenbar darauf. daB die Abscheidelosung auf eine Temperatur von uber 
50 G aufgehei/t wird, daB ein pH-Wert von mindestens 7 eingestelit wird und daB relativ unedle Metalle. beispielsweise 
Nickeloberflachen. beschichtet werden. Das legt die Vennutung nahe, daB Zementationsprozesse /ur Goldabscheidung :s 
beitragen. 

Der vorliegenden Krhndung hegt von daher das Problem /ugrunde, die Nachteile des Standes der Technik /u vennei- 
den und msbesondere eine Losung und ein Verfahren zu finden, mit deni es moglich ist, Goldschichten auf stromlosem 
Wege auf verschiedenen metallischen Oberflachen und katalytisch aktivierten Nichtleiterobertlachen. einschlieBlich ed- 
len Metallen, beispielsweise Gold und Palladium, auch bei geringen Badtemperaturen, beispielsweise Raumtemperatur, *o 
und bei einem pTI-Wert im sauren Bereieh mil einer Geschwindigkeil ab/uscheiden. die hoher ist als 1 um/Stunde. Dabei 
soil die Stabilitat der Losung gegen eine Selbsizersetzung nicht geringcr sein als mit den bekannten Verfahren. 

Gelost wird dieses Problem durch eine Losung gemaB Anspruch 1 und ein Verfahren gemaB Anspruch 6 sowie eine 
bevorzugte Verwendung der Losung gemaB Anspruch 10, Bevor/.ugre Ausfuhrungsfoniien der Lrfindung sind in den Un- 
teranspruchen angegeben. _;s 

Die Hrtindung beruht auf der Lrkenntnis, daB Aminosauren mit emer Komplexbildungskonstante fiir Gold-l I )-Ionen 
von mindestens 10"' , vorzugsweise mindestens 10" und besonders bevorzugt mindestens 10' s , geeignet sind. Komplexe 
dieser Ionen in der Abscheidelosung zu bilden. wobei die Komplexbildungskonstante auf der Basis von Gleichgewichts- 
kon/entrationen in [MolAjter] ermittelt ist. Die Komplexbildungskonstanten konnen mit bekannten Methoden ermittelt 
werden. unter anderem mit elektrocheniischen Methoden. beispielsweise der Polarographie. oder spektrokopischen Me- 40 
thoden, beispielsweise der LR- oder UV/VIS-Speklrokopie. Mit den erfindungsgemaBen Komplexen konnen die der Lr- 
findung /ugrundeliegenden Probleme gelost werden. Vor allern kann die Losung beispielsweise auch auf einen pH-Wert 
beispielsweise unter 6 eingestelit werden. Lntgegen den bisherigen Lrkennmissen an bekannten Badern konnen mit den 
erfindungsgemaBen Badern mit einem pH-Wert in diesem Bereieh in der Technik haufig geforderte Schichtdicken von 
iiber 0,2 um innerhalb von wenigen Minuten abgesehieden werden. 4S 

Ks hat sich ge/eigt. daB die Losung dabei nicht bei hohen Tempcraturcn bctrieben werden muB, so daB die Gefahr der 
Selbst/ersel/ung gering ist. Typische Badtemperaturen liegen im Bereieh von Raumtemperatur bis 50 t: C. Auch eine aus- 
reichend schnelle Abscheidung aul edlen Metallen. beispielsweise Gold und Palladium, mit relativ hoher Abscheidungs- 
geschwindigkeit ist moglich. Beispielsweise kann eine 0,5 um dicke Goldschicht innerhalb von etwa 25 Minuten aus ei- 
nem auf 50 C C erhitzten Bad auf srronilos abgeschiedenen Palladiumobertiachen gebildet werden. so 

Zur Losung des Problems wird em Abscheidebad verwendet, das 



a) mindestens eine Gold-(T )-Verbindung. 

b) mindestens ein Reduklionsmittel fur die Gold-( I )-Verbindungen und 

c) mindestens ein I^sungsmittel enthalt sowie s.s 

d) mindestens eine Aminosaure mil einer Komplexbildungskonstante fiir die Komplexicrung von (iold-( T)-Ionen 
von mindestens 10 <: und/o<ler deren Salze. oder 

als Gold-t I)- Verbindung mindestens ein Komplex von Gold-( I)-Ionen mit einer Verbindung aus der Gruppe der Amino- 
sauren mit einer Komplexbildungskonstante fur die Komplexierung der Gold-( I i-Ioncn von mindestens H)' ;: und den m 
Sal/en dieser Sauren en thai ten ist. 

Durch Zugabe der erlindungsgemaBen Aminosauren werden die als Lhiosullato- txier S ulhtokomplexe vorliegenden 
Goldionen moglicherweise umkomplexien . l^abei konnten sich die entsprechenden Anunosaurckomplexe bilden. Idne 
ertindLingsgemafie Moglichkeit beslehl darin. anstelle der ublicherweise eingese'./ien ILiosliII ai«o- i.xler Sul!iioko:up!e\c 
die Aniinosaurekomplexe separat herzustellen und diese dem Bad /uzugeben. (,> 

Ms Aminosauren oder den Aminosauren verwandte Substan/en haben sicii insbesondere 



• 
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Histidin 



HN 



CH NH (CH 2 ) 3 - 



NH, 



H,N 



COOH 



Arginin 



NH 




CH COOH 



Hydantoinsaure 



OH 



H, 



und 3-Alanindiessigsaure 

HOOC 



NH 2 
i-0 



-N' 
H 




COOH 



COOH 



als \ orteiihatt herausgestellt. 

Als I.osungsmittel enthali das Bad vor/.ugsu cise Wasser. Selbstversiandlich konnen auch orgamsehc Losungsniidel 
emgesei/i uerden. wenn die Loslichken der uhrigen Badbestandieile in Wasser mcht ausreicbend hoch ist. Als organi- 
sche T osungsnnitel konmien inshesondere niedere Alkoholc in Betracht. Die organiseben T .osungsminel konnen auch 
niit Wasser vemuscht werden. Hs uord angesirebi. Wasser aK I, osungsniinel ein/uset/en. da e^ hi I lie isT und au^ ( irunden 
tier Arbeitssieberhen und der Abu asserbehandking e;nen besonders genngen Auluand ert "order! . 

Die L^sung enthalt terner Verbindungen aus der (jruppe der (Kalsaure. Ar::e:sensaure. h\ pop in >sphon ize S a Lire, A<- 
corhinsaure und den Sal/en dieser Sauren. Se!bst\ erstandlich konnen aber aueh andere Reduktionsmit tei v\ie l ; orinalde- 
h\d. Boriudndverbindungen. bei spiel sweise Dimeihvl-. Dieihy laminoboran ixier Nairiumborhv dnd. lemer Ihdrow :u- 
r^un. H\dra/in. I K dro\\ carbon sauren. deren Sal/e *xler ThiohamMott ixier deren Denvaie aN Keduknonsnnt:e; einire- 
se'/t uerden. Durch V'eruendung der Rcduklionsir.iuel is: c:nc aL:lokaiai\T:se;ic Mciadansehcidunn selbst au!'< loldorxjr- 



A 
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:\:ic:w:: mogiic:"). ( >hne \erw endung dieser Rcd.iK^ii'nMi.ine. wurde die Ciddahscheid^nL:. hcispicKw eise .ml einer Nik- 
rveioberllache. naeh der Bikking emer pore n Ire: en Goidscrnchi run einer Du-m. von etwa I am ..n:erbro-chen werden. und 
die GoldabscheuUing ant ( ioldoberllachen selhs! w arc gar nich! nioglich. 

Als C : oid\ erbindungen konrien /u::i einen die erhndungsgemaBen ( :oldkomp;exe .lor Ammosauren als au^h Thiostk- 
lato- and Sulritokoinplexe \ erw en.de: werden. Die so Verbindungen werden vor/ugswe:se als Alkali- «.\ior Hrdaikalime- 
ladkomplcxe eingeset/t. 

Die Aminosaurekomplexc werden hcrgesictli. indent waBnge Losungcn schw aeherer Koniplexc \on Cold-i I;- Verbin- 
dungen mil den enlsprechenden I _iganden\ erbindungen vcrscl/.l werden oder stabile-re Kompiexe tier Cold-i I »- Verbin- 
dungen, beispielsweise dureh Oxidation, /ersel/l werden. Line derartigc S> mhesemoglichkeit, beispielsweise fur den p- 
Alanindiessigsaurekomplex, bestehi dann, eln Colddicy anoauratsal/, beispielsweise das Nairiumsal/. naeh Manine/ 
und Lohs i Lnigiftung Mittel. Methoden, Probleme, Akademieverlag Berlin i mil einem Peroxid, vor/ugsweise Wasser- 
st off peroxid, in Ce gen wart von fi-Alanindiessigsaurc in waBriger Posting /u erhit/en. Da bei wird C\ anid abge spa lien 
und oxidien, wobei si eh Amnioniak und I Iydrogenearbonal sowic das entspreehende Komplexsal/ von Cold-< I )-Ionen 
bilden 1 1. = Koniplexbildner, in diesern 1 all (3-Alanindiessigsaure I: 

Alii.CN>:- + 2 L + 2 IPO — AuiL> : + 2 CXW" + 2 ILO ! 1 > 

<XN + 2 ILO-^ Nik + HCOr (2) 

Die Redox re akl ion naeh ( 1 ) fmdel quantitatis bei pH 1() stall. A us dein Ausbleibcn von Ausfallungen bei der Reaklion 
und deni Vorliegen einer ausgezeichneten Siabiliiat der Losung wird auf eme Koniplexumbildung geschlossen. Das 
Cleichgewicht naeh Reaklion (2) wird dureh Temperaturerhobung bis /.ur Siedehii/.e mi sauren Bereieh tpHAVert von 1 
bis 2) naeh rechts verlagerl. Der Naehweis, daB sich der Goldkomplex bildet, kann ferner spektroskopisch. beispiels- 
weise dureh IT-IR ( k'ouner- Trans! orrn-Infrarot )-Speklroskopiseh, beispielsweise dureh 1T-IR ( Lourier-Transform-In- 
frarot KSpeklroskopic (Naehweis der CN-Schwingungsbande), naehgewiesen werden. 

Dureh Verkoehen der Ldukle enlsiehl soniil der reine Koniplcx in waBriger Losung. der /.ur Ilerslellung der erlin- 
dungsgemaBen I.osung besonders gut geeignei isi. 

Die Losung weist einen pll-Wen von 2 bis 10. vor/ugsweise von 4 bis 7,5. auk Selbstverstandlieh konnen aueh ho ne re 
oder niedrigere pll-Wcrtc eingestcllt werden. Bei noeh kleineren pH-Werten sinkt die Abseheidungsgesehwindigkeit un- 
ter Umstanden allerdings aul' sehr kleine Wertc absinken. Bei Hinstcllung eines pTI-Wcrtes liber 8 konnen jedoch keine 
alkalienipfindlichen Substxale bearheitel werden. Beispielsweise isl es nicht rnoglieli, mil einem derartigen Bad eine mil 
einem alkalilosliehen Lotsioplack besehichiete Leiierplane /u vergolden. In einer besonders bevor/ugten Verfahrens- 
weise wird der pH-Wert ini Bereieh von 5 bis 6.5 eingestellt. 

In der Losung konnen ferner zusal/lieh Koniplexbildner fur Nickel-, Kobalt- unoVoder Kupfenonen enthalten sein. 
beispielsweise Citronensaure, Hthylendiiminteiraessigsaure und Nitnlotrisinethv ienphosphonsaure sow ie die Sal/,e die- 
ser Sauren. Diese Verbindungen erleiehiern die anfangliehe Goldabseheidung aul" den Metallen. In der Anlangsphase der 
Sehichibikiung wird das Meiall der L'nierlage leilweise aufgelosi, so daB sich Coldseliiehten besehleunigi ahseheiden 
las sen. Kupfer kann beispielsweise dureh Poren hindurch angegritlen und damn aufgelosi werden, die sich in einer uber 
deni Kupfer liegenden Niekelschicht behnden. ('itronensaure kann der Losung auen /ur PutTerung /ugegeben werden. 

Crundsat/lieh kann die Losung aueh andere Bestandteile, beispielsweise Net/minel /ur Lrniedrigung der OberlLi- 
ehenspannung der Losung und gegebenenfalls aueh /ur Slabihsierung gegen die Selbsl/ersel/ung, bei der Cold austallt, 
enlhallen. /ur Regulierung der Stabiliial des Bades konnen aueh andere bekannle Verbindungen. vor allem Sehwefel ent- 
haltende Verbindungen. in der losung enthalten sein 

/ur Herstellung von elektrischen Sehaltungen werden meist aus Kupfer bestehende Metallstrukturen er/rugt, die mit 
deni Crundnieiall und den Cioldsehiehien iiber/ogen werden. 

Naeh deni ertindungsgeniaBen Verfahren konnen untersehiedliehe Cmndmctalle vergt^klet werden. Neben auf Niekel- 
. Koball-, Kupfer- oder Pailadiumbasis bestehenden l.'nterlagen konnen aueh Goldoberflachen selbst besehiehlet werden. 
In den nieisten P'allen wertlen die /u besehiehtenden Oberllaehen vor der Vergoldung jedoch /.unaehst mit einer Sehiehl 
aus Nickel. Kobalt. Kupfer oder Palladium oder mit einer Schicht aus Legierungen der Mctalle uniereinander oder mit 
antieren l^lementen. beispielsweise mir einer Niekel/l^osphor- cnlcr Nickel/Bor-Legierungsschicht. als I>iffusionssperre 
versehen. Ilier/.u wird das /u \ergol deride WerkstLi^k /unaehst mil der fur die stroinlose Metal kibscheidung katalyii- 
sehen Sehiehl aus den vorgenannten Metallen und ansehlieBend mit Cold mit der eriindungsgemaBen Losung behandelt. 

Nickel-, Kobalt sehichten oder Sehiehl en aus legierungen dieser Metal le konnen dureh autokatalv tische Besehichtung 
von Kupferoberflachen gebildet werden. Die hierfiir verwendeten Bader sind bekanni. /ur Abscheidung von Phosphor- 
legierungen werden hypophosphorige Saure oder deren Salze und /.ur Abscheidung von Borlegierungen Boranverbin- 
dungen als Reduktionsmittel eingeset/.t. Reine Nickel- o<ier Kobaltschiehien konnen dureh Abscheidung aus TTydrayin 
als Reduktionsmittel enthaltenden Losungen abgeschieden werden. 

Die Cioldsehiehten konnen aueh auf Palladiumoberflachen abgeschieden werden. Die Palladiunischiehten konnen 
dureh elektrolytisches oder slromloses Abscheiden aus einer geeigneien Beschichtungslosung, beispielsweise auf den 
Kupferschichten, gebildet werden. Vor/.ugsweisc kommen hierzu formaldehydfreie Palladiumbader in Betra^ht. Beson- 
ders geeigner smd aueh Bader, die als Reduktionsminel Ameisensaure. deren Sal/e unoVoder lister enthalt. l^erarrige Ba- 
der enth;ilten ferner ein Palladiumsal/. beispielsweise Palladiumchlond ^xier -sultat. und einen ixler mehrere stickstoll- 
haliige Koniplexbildner. Der pH- Wen dieser liader hegl oberhalb von 4. \or/ugsweise mi Bereieh von 5 bis h. Als stick- 
siofllialtige Koniplexbildner werden beispielsweise k thy lendiamin. 1 .3-Diaminoprvipan. 1 .2-Bis-(3-aininoprop\ lannnoi- 
ethan. 2-Dielhv lamin»x;lh\ iamin und Dieth\ lentriamin verwendet. 

Andere stromlose Pailadiumbeschichiungslosungen en:halten neben einer Padadiuni\ erbindung beispielsweise ein 
Aniin o^ler Anmioniak. eine Sehwetel enthaitende Verbindung und h\ j>>phosphonge Saure. deren Sal/e oder Boranve-- 
hindungen als Re<iuktionsniinek 
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Die Pail adiumsc hie ht w lrd eniuedcr direk: au: 'eleklroiv tisch oder Mromlos gehddete Nickel- oxier Kohati enthalter.de 
Schicrileri abgeschiedem r'eispie.sweise eine Nickel/ Bor- oder eine K o h a 1 :/l^n o sp or- ! .e g i e ra :i i: s sc h i c i i t . Ki.,sc:;k' Ku^- 
leroherflache \orhegt, kann die Pailadiumschicht aach auf cine mittels Ladur gsausia asch gebildetc d urine Pailadium- 
schicht aufgetragen werden. 

/urn I'berziehen von eiektrisch nichtieiiende Obenlachen aulueisenden Werkstucken wird eine Grundschicht aus e:- 
nem kalaivtisch aktiven Materia! aut olio Werksmckohcrtlache aufgebracht. beispielsweise durch Benandeln mat einem 
Palladiumkoiloid Derartige Vertahrcn sin J hckanm. Sic werden beispielsweise /ur stromloser: Verkupferurig eingcset/l. 
Nach der Akliv. icrung der Werksluckoherllachc wird die Goidscfnchl aufgebrachi. 

Line anderc Moglichkeii /ur kalah lischen Aktiwerung der nichtieilendcn Oberllachen bestehl durin, kalalwisch ak- 
in live Meialle. wie Palladium, durch /erset/en von tluchugen organisehen Verbmdungen dieser Metalle in einer Glinim- 
enf.adung ahzuscheiden ( pasma-enhanced-chemical- vapor-deposition: 

PLGVDi. Hier/u wird das zu metallisiercndc Substrat in cincn Vakuumreaktor ubertuhrt und /unuchst oberflachlich in 
eincr Saucrsioff-Atmospharc bei einem Druck von wcnigen Pa in einer Glimnientladung angeai/i. Die Glimnientladung 
wird durch ein Hochfrequcn/plasma, das /wise hen zuei platlenfonnigen Lleklroden gebilde: wird. gespeisi. Das Sub- 
is sirai behndet sich in unmiuelbarer Nahe der Glimmentladungs/one. /ur Metallabscheidung wird ein mil Sauersiotk ver- 
set/ter Argonstrom durch die tlussige metallorganische Verbindung und danach in den Reak:or geleitet, so daB die Ver- 
bindung ebenfalls in den Reaktor gelangl. Don /.ersei/i sich die Verbmdung in dem Niederdruckplasma, so da 13 sich die 
Metallaionie aut" den nichtleiienden Oberllachen niederschlagen konnen. Das Verlahren isi beispielsweise in 
LPO 193 223 Bl beschneben. 

:o Naeh di use i n Verfahren lassen sieh Pol v mere wie Pol \i mid oder aueh Lluorpolv mere katatylisch aktivieren und mil 
siromlosen Badem, d. h. auch mil dem erhndungsgematien Goldbad besehichicn. 

Die Temperatur der Goki-Bescfnchtungslosung betragt von 20 bis 95"G, vorzugsweise von 30 bis 70°G und msbesom 
dere von 40 bis 60 C. 

/wischen den einzelnen Verfahrensschrit:en werden die /u beschichienden Oberllachen jeweils gespult. vorzugsweise 
2S in Wasser. 

/ur Beschichlung der Werksliicke mil Gold konnen diese in einer ublichen Verfahrensweise in die ein/elnen Behand- 
lungsbader eingeiauchi werden. Die Behandlungslosungen konnen, inshesondere /.ur Beschiehtung von Ixiterplatten. 
auch Liber Schwail-. Spruh- oder Spritzdusen an die horizontal oder venikal gehaltenen und in hon/.ontaler Richiung 
durch eine geeignete Behandlungsanlage gctuhnen Plaiten getordcrt und derari mil diesen in Kontakt gebracht werden. 
>o Die imt dem erfindungsgemaLSen Vertahren erhaltenen Goldschichten werden insbesondcre zur Herstellung von Pci- 
terplatien und inlegrierten ITalbleUerschallkreisen erzeugL Die Schichlen dienen als tosbare Kontakte oder zur Bildung 
von AnschluBflachen fur elekironische Bauelenienie, auf denen in besonders eintacher Weise AnschluBdrahie oder -kon- 
takte m it einer Higetechnik, beispielsweise durch Poten, Kleben oder Drahtbonden, betestigt werden konnen. 
Die nachfolgenden Bcispiele dienen zur weiteren Hrlautemng der Prfmdung: 

Herstellung von Au-i I )-Histidinai (siehe hierzu Inorganica Acta, Band 33 ( 1979). Seiten 11 bis 14) 

/ur Ilersiellung von Dimethyl-ethvlendianiin-GokH I >-iodid wurden 10 g (iold in Komgswasser aulgelost und die 
I.osung auf einem Mineralolbad cingedampft, wobei die Prhitzung nach dem l^rreichen der Trockne noch drei Stunden 

40 tortgesetzt wurde. lis bildete sich Goldtrichlorid als braunes Material. Das Salz wurde in Wasser wieder aufgenonimen 
und mit Pyridin versctzt. Pyndin-Gold-triehlorid fiel aus der Losung als gelber Niederschlag aus. Der Niederschlag 
wurde im Vakuum getrocknel ( Schmelzpunkl 226 bis 227"C; Ausbeute 82^f ). Die Verhindung wurde mil w assert'reiein 
Pyridin unier Brhitzung wieder aufgenonimen und danach mit einer Kuhlrnischung (Salz/I:is) abgekuhlt. /u der so erhal^ 
tenen kalien Suspension von Dipyndindichloro-Gold-< inj-chlorid wurde Methyl- Magnesium, erhalien aus 3,4 g Magne- 

is sium, 20 g Methyliodid und 100 ml Hther. langsam zugegeben. Wahrend der /ugabe und bis It) Minuien danach war hef- 
liges Riihren der Mischung erforderlieh. Danach wurden Wasser und anschliel>end Hcptan und kon/entrierie Salzsaure 
zugegeben. Die Heptanschichl wurde abgelrennu geirocknei und mil Mih\ lendiamin behandelt, bis kein weilerer Nieder- 
schlag von Dimelh_vl-eth\ lendiamin-Cjold-( I)-iodid mehr gebildet wurde. Dieser wurde mil Wasser extrahien. Die w aB- 
rige Losung wurde mit verdunntcr Salzsaure angesauen und der entstandene weiiSe Niederschlag abgeirenni und unter 

^() Vakuum Liber Phosphorpenioxid getrocknet (Ausbeute 5,3 g A 26^). Das erhaltene Dinieihyi-eihylendiamin-( }old-( I )- 
ioditi war lichtcmpfindlich und wurde daher im Kuhlschrank im Dunklen aul"bcuahrt. Vor der weileren Vcrarbcitung 
wurde cs in Petrolether umkristallisien. 

/ur Herstellung des Hislidin-Goldkomplexes w urden 1,5 ml konzenmerte Salzsaure zu einer Losung von 500 nig des 
Dimethvl-ethylendiamin-Gold-< I i-iodids zugegeben. Der entstandene weiBe Niederschlag w urde mit drei Portionen von 

^ jc 7 ml Petrolether extrahien. /ur PeircMetherfraktion wurden 213 mg \ 1,25 mMol) Silbemitrat in 20 ml Wasser zugege- 
ben. Das organische Losemittel wurde im Vakuum entfernt und da.s entstandene Silbenodid abtiltriert. /ur walkigen Lo- 
sung wurde eine Ix>sung von 194 mg ( A 1.25 mMol ) Histidin in 7 ml Wasser hinzugefugi. Der enistandenc Histidin- 
komplex tiel aus der waBrigen Losung nicht aus. Daher wurde die Losung bis zur Trockne cingedampft und der Ruck- 
stand mit einer Methanol/Diethv lether-Mis^hung umkristallisien. 

iso lis werden folgende einzelne Reakiionssehnite angenommen: 

HAuC\u+ 2 Pv ^ Py • AuGl; + HG1 ■ Py (3) 

2 Pv • AuCl: +4GlLMgI - 2 [lOL.KAujl + Mgl + 3 MgC'!- + 2 Pv (4) 
!<('H.) : AujI + en f (GI LAui en >]I '5) 
|iGH.) : Auicn)]I + HGl — |(G:L) : Au|I + cn-HGl "6t 

6 
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'iCHjjAl;;: + AgNO; * ::CH. : : Ai;]N(): + Al:!, i : 

j i CH;); Au|I - HisOH — Au ■ TlisO HisOH + C : \l + HI iS). 

wobei P\ = P\ndm, en = H:h\ lendiamin und HisOH - Histidin sind. 

Ilersieilung eines Au-i I )-Arginin-Koinplexes 

liine wal^nge Losung von Auroihioglucose wurde niit Arginin verset/t und die Auroihioglucose bei Si. ) C ihemiisch 
/erset/t. Dabei bildete si eh der Komplex in watfriger T.osung. 

Diese Hcrsletlmcthode konntc auch fur die ubngen Komplc xvcrhindungcn mi! Histidin, H\ dantonisaiirc und (i-Ala- 
nindicssigsaure cingesct/t werden. 

Ilersieilung cincs Au-( I )-I Iydantoinsaurekoniplexes 

lime wallnge T.osung von Xairiunigold-< I )-c\ anid i XaAu( ( 'Xij i u urde mil H\ damoinsaure und Xatnunitbiosulfal ge- 
nial-; folgender Reaktionsgleichungen verset/t: 

AmCNi;- + 21 + S : (>.- ; * 2 SC'N" + Au< Io : - + 2 S() ; : O)) 

TI : 0 ? + SO.r — S<V + H : G (10) 

Rcaktion (9) wurde unter Zusat/ des Hn/vins Rhodanasc bci cincrn pH-Wert son 8,0 durchgefuhn. 
Diesc Herstellmethode wurde auch /ur Bildung des Hisiidin-Gold-( I )-Koniple\es eingeset/l. 

liine andere Herstellmelhode fur den Ilvdantoinsaurekomplex beruhte auf der Verwendung des Gold-< I )-ihiosulfaio- 
komplexes als Gold-( I)-ionenquelle. Hier/u wurde die waBnge I.dsung des Thiosulfatokomplexes mil Hvdantoinsaure 
und Wa ssersio f f pe r o x i d v e r s e I / 1 : 

Au(S : ()ji ; < +2L + 6H : () : -AuL : - + 4S()r + 6 H : () (11) 

SO ? : +II : 0 : — S<) 4 : +II : C) (12) 

Die Au(S : G;) : - -T.osung war /.unachst schwach niilchig triib. Nach Zusat/ des Aminosaurekomplexes wurde die T.o- 
sung vollstandig klar. Die Nicdcrschlage losten sich auf. Dies konntc aut" cine Unikomplexierung /uruck/ufuhren sein. 

Beispiel 1 

Aus Kupfer bestehende Leiterstrukturen ( AnschluRplat/.e und T^eiterziige) auf einer I^eiterplatte wurden /.unachst niit 
eineni Bad /ur Beschichtung mil einer Nickel/Bor-I .egierung niit 1 Gew.-9r Bor uherzogen. Hierzu wurde das Bad Ni- 
posit 468 der Firma Shipley Comp., Newton, Mass., USA bei einem pH-Wert von 7 und einer Temperatur von 65' C ein- 
gesct/t. Die Dicke dcr erhaitenen Nickelschichl belrug 4 um. 

AnschheBend wurde die T>eiterplane mit deionisiertem Wasser gespiilt und danaeh 60 Sckunden lang mit einer T.osung 
bei 7()"(* behandelt, die 0.5 Mol Citronensaure in 1 Liter Wasser enthieh. AnschlicBend wurde die Plane wiederum mil 
Wasser gespiilt. 

Danaeh wurden die vernickelten Leiterstrukturen vergoldct. Hier/u wurde cine Abseheidclosung. enthallend 

Au-di-L-Histidinat 0.02 Mol 

I. -Histidin 0,02 Mol 

Xatnuinlhiosulfat 0,04 Mol 

Xatnunicitrat 0.02 Mol 
in 1 T. iter deionisiertem Wasser 



durch Misehen der Hin/elkomponenien angeset/t. -is 

Der pH-Wert der T^osung bctrug 5.5 und die Behandlungstemperalur 50 C. Bereits nach einer Behandlungs/eit von 
10 Minutcn wurde ein hat T t ester, goldgelb glan/cndcr Golduber/ug mil einer Schichtdicke von 1.6 um erhalten. lis wur- 
den aueh Schichten nut einer gcringcrcn Behandlungs/eit hergestellt. Diejcueils emiiuelten Schichulicken sind in Fig. 1 
graphisch autgetragen ( Kurvc 2i. 

Beispiele 2 und 3 

Beispiel 1 wurde wiederholt. Dcr pH-Wert dcr Losung wurde durch Zugabe von Citronensaure b/w. Xatronlauge aut 
5.0 b/u. 6,5 eingestelit. Die erhahencn Schichten hafletcn ebentalls test aul der Nickelunleriagc und waren goldgelb. Die 
DicKen wurden nach 5 b/w. 10 Minulen Behandlungs/eit ennittell. In Fig. 1 sind die Schichtdicken angegeben <pll 5.0: 
Kurvc 1; pH 6.5: Kurve 3). 
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Beivpiel 4 

Mil der alkaMschen Mnlletlungslos an g Mkas;: V102 der Minna Kiesow (.mibIM De:mold. 1)1:. der /usat/lich 30g/Tuer 
\ainumc\ anid /ugegeben wurden. gereimgte and danach in deionisiertem Wasser gespulte Kupferstrukturen auf einer 
> Meilerpiatte wurden nut emem siromiosen Metallisierungshad palladimer , Ais Paliadiumlosang u arde das Bad Palialec; 
dor 1-irnia Atotech Deulschland GmhH. Berlin. DM verwendet. Dieses Bad enthielt Ameisensaure als Reduktionsnuuel. 
Ms wurde Palladium rnit einer Dicke von 0.2 uni abgeschieden 

AnschlielSend wurde die Platte mil Wasser gespuh. Danach warden die palldinierten Meilerslrukluren mil Gold be- 
schichtet. Als (Joldbad wurde die in Beispiel 1 angegebene Mosung bei 50 (* emgeset/t. 
i-) Nach 60 Minuten Tauch/eit wurde erne auf dern Palladium test haftende 0.7 jam dicke Cioldschicht erhaken. Ms wur- 
den auUerdem ( ioldschichten rnit einer Behandlungs/eit von 10. 20 und 1 20 Minuien hergestellt. Die Schichtdicken smd 
in Fig. 2 angegeben i Kurve 1 ). 

Beispiel 5 

1 s 

Beispiel 4 wurde wiederholt. Allerdings wurde die Palladiumschichi aus emem Bad der Minna Technic Inc.. Cranston, 
Rhode Island. IIS abgeschieden. Dieses Bad enthielt eine Boranverbindung als Reduktionsmmel. Die Palladiumschicht- 
dicke hetrug 0,5 mn. 

Mis wurden wiederum teslhattende. goldgelbe Cioldschichien erhahen. Die Schichtdicken nach einer Behandlungs/ei; 
:o von jeweils H). 20. bO und 120 Minuten sind in Fig. 2 graphisch dargestellt (Kur\e 2i. 

Beispiel (i 

Beispiel 1 wurde wiederholt. Als Vergoldungsbad wurde eine Mosung vcrwcndel, die folgende Bestandteile enthielt: 

2 s 

N"a;|ALi(S : ()o : ] 0.02 Mol 

M-Arginin 0.2 Mol 

[5-Alanmdiessigsaure 0.05 Mol 

in 1 Miier deionisiertem Wasser 

i0 

M)er pH-Wert der Ixisung beirug 5,0. Auf den Niekeloberflachen konnien bei einer Behandlungstemperatur von 25 f, C 
goldglan/ende. festhaftende Schichten mit einer Abscheidungsgeschw indigkeit von eiwa 1 .4 jam abgeschieden werden. 
Die Schichidieken nach 15, 30, 60, 90 und 1 20 Minuten sind in Fig. 3 graphisch dargestellt. 

Beispiel 7 

Mine Polyi midfolie wurde mittels eines ( ilimmentladungsverfahrens angeatzt und danach mil Palladium beschichtet. 
/uni Anat/.en wurde ein Sauerstoffstrom durch den Reaktor geleitet und mi Reakior dabei ein Druck von 25 Pa einge- 

40 stellt. Bei einer Ixistungsdichte von 0,8 Watt/cnr wurde die Molie 90 Sekunden lang behandelt. Die Substrattemperatur 
betrug 35C\ Anschliel3end wurde Palladium abgeschieden, indem eine Argon/SauerstotT-Mischung < Volumenverhaltnis 
3:1) durch eine fliissige Palladiumverbindung ( MMAlk l-n-cyclopentadienvl-Palladiuni-(TM) ) und danach in den Reaktor 
auf die Molienobeniache geleitet wurde, so daB auch die Palladiumverbindung in den Reaktor und an die Mo I ie noberfia- 
che gelangte. Der Druck im Reaktor wurde auf 10 Pa und die Meistungsdichte auf 0.5 Watt7cm : eingestellt. Die Palladi- 

4s umverbindung zerset/te sich auf der Mblienoberllache, so daB eine sehr diinne katalytisch aktive Palladiumschicht gebil- 
det werden konnte. 

AnschlieBend wurde die akti\ierte Molie in ein Goldbad, enlhallend 



Xa,|Au(S : ()0 : ] 0,02 Mol 

Hvdantoinsaure 0.2 Mol 

Kaliumformiai 0.2 Mol 
in 1 Miter deionisiertem Wasser. 



^ eingetaucht. Der pH-Wen der Mosung betrug 4.0, Innerbalb von 15 Minuten w urde eine (ioidschieht niit einer Dicke von 
0.4 pm bei einer Behandlungstcmp>eratur von 65' (' abgeschieden. Die Schichi hattete sehr gut aut der Polvimidfohe. 

Beispiel S 

mj Beispiel 7 w urde wiederholt. wobei die Polwmidfolie vor der Palladiumbeschichlung mit einer cvanidisehen Mosung 
von Mkasil V102 20 Minuten lang bei 75 ( " gereuugt worden war. Die ( roKlbesc'meiitung wurde mil emem Bad mi: der 
In I gen den /u^ammenset/ung durchgefuhrt: 



Aj-i I )-P-AlanindiessigsaLire-Komple\ < U >2 Mol 

p-Alamndiessigsaure 0.08 Mol 

Kaliamh> pophosphi; o.l Mol 
in I Miter deionisiertem Wasser 



S 
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Der pH- Wert der Losung uurde nut Natron ja:;ge ui: I S einges:ellt. Aul der Pol \ :m:d:o;ie w arde cine < Mildschicht \.m 
j : : i 1 )ic ke abgc sc h i ede n 

Be: spiel 9 

Lin Kupferhlech wurde mit cmer c\ amd.Nehen Losung von Lkasit \'1D2 gereinigi. Ansch.ieiSend uurde innerhalr* \on 
] 5 Minuten bei 75 (' cine i>.4 j..ni dickc ( .ioldschicht aus lolgendcr I osung hergestcilt: 

Au-i I )-p-Alanindiessigsaure-Kompiex ( ),( )2 Mol 

(3- Alanindiessigsaure 0.06 Mol 

Kaliumhypophosphit o.l Mol 
in 1 Liter deionisiertem Wasser 

Der pi I- Wert wurde mil Natronlauge auf 9 eingestellt, lis wurde cine auf der K upfe robe rll ache festhaftende tiold- 
schicht crhalien. 

Patentanspriiche 

1. Losung /um siromlosen Abscheiden von Goldschichien aufeinem Werkstiick. enihaliend 

a) niindcstcns cine ( Jold-( I )- Verhindung. 

b) rmndestens ein Reduklionsmittel f u r die ( Jold-t I )- Verbindungen und 

c) niindcslcns ein Losungsimttel, dadurch gckcnnzcichnet. daB als ( iold-< I )- Verhindung mindesiens ein 
Komplex von Ciold-U )-Ionen mil ciner Verhindung aus der (.iruppe der Aminosauren mil einer Komplexhil- 
dungskonstanie fur die Komplexierung der Gold-( L-Ionen von mindesiens 10' und den Sal/en dieser Sauren 
enlhalten ist oder daB 

d) die Losung /usat/.hch mindesiens cine Verhindung aus der (iruppe der Aminosauren mit einer Komplexbil- 
dungskonslanle fur die Komplexierung von ( iold-( L-Ionen von mindesiens !()■ und der Sal/A? der Aminosau- 
ren enthalt. 

2. I -osung naeh Ansprueh 1 . dadurch gekenn/eichnet, daB niindcstcns cine Aminosaure aus der Gruppc der Verbin- 
dungen Ilistidin. Arginin. Ilvdantoinsaure und (i-Alanindiessigsaure und der Sal/e dieser Verbindungen enthallen 
isi. 

3. Losung nach einem der vorstehenden Anspriiche. dadurch gekenn/eichnet. daB Vcrbindungen aus der ( iruppe 
Oxalsaure, Anieisensaure, hypophosphorige Saure und Ascorbinsaure und den Sal /.en dieser Sauren als Redukii- 
onsmiitel enthaJtcn sind. 

4. Losung nach eincm der vorstehenden Anspriiche. dadurch gekenn/eichnet. daB die Losung einen pll-Werl von 2 
bis 10. vorzugsweise von 4 bis 7,5 aufweisi. 

5. IxSsung nach einem der vorstehenden Anspriiche. dadurch gekenn/eichnci, daB /usat/heh mindesiens ein Kom- 
plexbildner fur Nickel-. Kobalt- und/oder Kupfenonen enthalten ist. 

<). Verfahren /um stromlosen Abscheiden von Cioldschichien aufeinem Werkstiick mit folgenden Verfahrensscbrii- 
ten: 

a) Beschichlen des Werkstuckes mil einer fur die slromlose Metallabscheidung kataKtischen Schicht. 

b) Behandeln des Werkstuckes mil der Losung nach einem der Anspriiche 1 bis 5. 

7. Verfahren nach Ansprueh 6, dadurch gekenn/eichnet, daB das Werkstiick in Verfahren ssehritt a) mit einem Me- 
tal! auf Nickel-, Kobalt-, Kupfer- odcr Palladmmbasis beschichtet wird. 

8. Verfahren nach Ansprueh 6. dadurch gekenn/eichnet. daB das Werkstiick elektriseh niehtleitcnde Oberflaehen 
aufweisi und in Verfahrensschrilt a) mit einem Palladiumkolloid oder in einer Cjlimmentladung mit Palladium be- 
schichtet wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 8. dadurch gekenn/eichnet, daB die Temperatur der I^osung gemaB 
Verfahrensschrilt b) im Bereich von 20 bis 9.VC eingestellt wird. 

10. Vcrwendung der Losung nach einem der Anspriiche 1 bis 5 zur Beschichtung von Leiterplatien und Ilalbleilcr- 
schaltkreisen mit Gold. 
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